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4.5.2 – 200 PIN SDRAM DIMM FAMILY
CAPACITY––256K, 512K, 1M, 2M, 4M, 8M, 16M, 32M, & 64M WORDS OF 64, 72, OR 80 BITS
DATA CONFIGURATIONS––Four DATA Word configurations are defined:

––64 BIT without PARITY
––72 BIT for PARITY CODES
––72 BIT & 80 BIT for ECC CODES

CONFIGURATION––21 Different Configurations are defined using various combinationa of X1, X4, X8, X9,
X16 and X18 SDRAM memory devices.

LOGIC FEATURES––The modules contain parallel “PRESENCE DETECT” and ”IDENTITY” features
that conist of output pins in the PDn and IDn fields which supply encoded values that define the stor-
age capacity, configuration, data word configuration, refresh mode, and speed of the module.
By revision in Release 11, an optional Differential Clock was added plus the option of incorporating
Serial Presence Detect instead of Parallel Presence Detect.

PACKAGE––200 PIN JEDEC DIMM MEMORY MODULE
PIN ASSIGNMENTS AND PD TABLES––Figs. 4.5.2–A, 4.5.2–B, & 4.5.2–C
MECHANICAL KEY DEFINITION––Fig. 4.5.2–D
PIN DEFINITIONS––Fig. 4.5.2–E
CONFIGURATION BLOCK DIAGRAM––Figs. 4.5.2–F through 4.5.2–M
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101 NC, VTT

102 NC, VTT

103 VSS

104 NC, REGE

105 RFU

106 RFU

107 ID3

108 DQ63 DQ71 DQ79

109 DQ62 DQ70 DQ78

110 VSS

111 DQ61 DQ69 DQ77

112 DQ60 DQ68 DQ76

113 VDD, VDDQ

114 NC, CK3

115 VSS

116 NC, VREF

117 DQ51 DQ59 DQ67

118 DQ50 DQ58 DQ66

119 VSS

120 DQ49 DQ57 DQ65

121 DQ48 DQ56 DQ64

122 VDD, VDDQ

123 NC DQ55 DQ59

124 NC DQ54 DQ58

125 VSS

126 NC DQ53 DQ57

127 NC DQ52 DQ56

128 VDD, VDDQ

129 DQ47 DQ51

130 DQ46 DQ50

131 VSS

132 DQ45 DQ49

133 DQ44 DQ48

134 VDD, VDDQ

135 DQ39 DQ43

136 DQ38 DQ42

137 VSS

138 DQ37 DQ41

139 DQ36 DQ40

140 VDD

141 A6

142 A7

143 VSS

144 BA0

145 NC, A13, S3

146 VDD

147 DQM

148 W

149 VSS

150 NC, CK1, CK0

151 CK0

152 VDD

153 NC, S1

154 S0

155 VSS

156 A12

157 A10

VDD 1

NC, VTT 2

NC, VTT 3

IN 4

OUT 5

ID1 6

ID2 7

VSS 8

DQ75 DQ67 DQ59 9

DQ74 DQ66 DQ58 10

VDD, VDDQ 11

DQ73 DQ65 DQ57 12

DQ72 DQ64 DQ56 13

VSS 14

DQ71 DQ63 DQ55 15

DQ70 DQ62 DQ54 16

NC, VTT 17

DQ69 DQ61 DQ53 18

DQ68 DQ60 DQ52 19

VDD, VDDQ 20

DQ63 NC, DQMB7 21

DQ62 NC, DQMB6 22

VSS 23

DQ61 NC, DQMB5 24

DQ60 NC, DQMB4 25

VDD, VDDQ 26

DQ55 DQ51 NC 27

DQ54 DQ50 NC 28

VSS 29

DQ53 DQ49 NC 30

DQ52 DQ48 NC 31

VDD, VDDQ 32

DQ47 DQ43 33

DQ46 DQ42 34

VSS 35

DQ45 DQ41 36

DQ44 DQ40 37

VDD, VDDQ 38

A4 39

A5 40

VSS 41

A8 42

A9 43

VDD 44

NC, CKE1 45

CKE0 46

VSS 47

CE 48

NC, VTT 49

VDD 50

VSS 51

RE 52

VSS 53

NC, A14, S2 54

A13 55

VDD 56

A0 57

X64 DIMM

X72 DIMM

X80 DIMM

FRONT
SIDE

REAR
SIDE

FRONT
SIDE

REAR
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Interface Key

Top View

Top Half

JEDEC Standard No. 21–C
Page 4.5.2–3

Release 6r8r11

Figure 4.5.2–A
200 PIN, 64, 72, or 80 BIT SDRAM DIMM PINOUT, TOP HALF



141 A6

142 A7

143 VSS

144 A11

145 NC, A15, S3

146 VDD

147 DQM

148 W

149 VSS

150 NC, CK1

151 CK0

152 VDD

153 NC, S1

154 S0

155 VSS

156 BA1

157 A10(AP)

158 VDD

159 A2

160 A3

161 VSS

162 DQ31 DQ35

163 DQ30 DQ34

164 VDD, VDDQ

165 DQ29 DQ33

166 DQ28 DQ32

167 VSS

168 DQ23 DQ27

169 DQ22 DQ26

170 VDD, VDDQ

171 DQ21 DQ25

172 DQ20 DQ24

173 VSS

174 NC, DQMB3 DQ19

175 NC, DQMB2 DQ18

176 VDD, VDDQ

177 NC, CK2

178 VSS

179 VSS

180 NC, DQMB1 DQ17

181 NC, DQMB0 DQ16

182 VDD, VDDQ

183 DQ11

184 DQ10

185 VSS

186 DQ9

187 DQ8

188 VDD, VDDQ

189 DQ3

190 DQ2

191 VSS

192 DQ1

193 DQ0

194 PD5, SDA

195 PD6, SA0

196 PD7, SA1

197 PD8, SA2

198 VDD

199 NC, VTT

200 NC, VTT

VSS 41

A8 42

A9 43

VDD 44

NC, CKE1 45

CKE0 46

VSS 47

CE 48

NC, VTT 49

VDD 50

VSS 51

RE 52

VSS 53

NC, A12, S2 54

A11 55

VDD 56

A0 57

A1 58

VSS 59

DQ39 DQ35 60

DQ38 DQ34 61

VDD, VDDQ 62

DQ37 DQ33 63

DQ36 DQ32 64

VSS 65

DQ31 DQ27 66

DQ30 DQ26 67

VDD, VDDQ 68

DQ29 DQ25 69

DQ28 DQ24 70

VSS 71

DQ23 DQ19 72

DQ22 DQ18 73

VDD, VDDQ 74

DQ21 DQ17 75

DQ20 DQ16 76

VSS 77

NC, VREF 78

NC, VTT 79

VDD, VDDQ 80

DQ15 81

DQ14 82
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DQ13 84

DQ12 85

VDD, VDDQ 86
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DQ6 88

VSS 89

DQ5 90

DQ4 91

VDD, VDDQ 92

PDE 93

PD1 94
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PD3 96

PD4 97

NC, SCL 98

NC, VTT 99

VSS 100
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Figure 4.5.2–B
200 PIN, 64, 72, or 80 BIT SDRAM DIMM PINOUT, BOTTOM HALF



PD BITS MODULE SDRAM RE CE
CONFIGURATION ORGANIZATION ADDR. ADDR4 3 2 1 15 ns

12 ns

8 ns

1

1

0

1

0

1

SPEED (tCYC) 195 194

PD6 PD5

PD SPEED TABLE

10 ns

0 0

BYTE

WORD

0

1

WRITE MODE 197

PD8

WRITE MODE DETECT

UNBUFFERED

BUFFERED

0

1

INTERFACE 196

PD7

MODULE INTERFACE

NORMAL

LOW–POWER

0

1

POWER 107

ID3

POWER LEVEL DETECT

NO EARLY RAS

EARLY RAS

0

1

RAS TIMING 7

ID2

READ PRECHARGE TIMING

2 CLOCKS

1 CLOCK

0

1

INTERVAL 6

ID1

COMMAND INTERVAL

 1 1 1 1   NO MODULE

 1 0 0 0 1M X 64/72/80 1M X 16 12 8
 0 0 0 0 2M X 64/72/80 1M X 16 12 8

 1 0 0 1 2M X 64/72/80 2M X 8 12 9
 0 0 0 1 4M X 64/72/80 2M X 8 12 9

 1 0 1 0 4M X 64/72/80 4M X 4/16 12 10
 0 0 1 0 8M X 64/72/80 4M X 4/16 12 10

 1 0 1 1 8M X 64/72/80 8M X 8 TBD TBD
 0 0 1 1 16M X 64/72/80 8M X 8 TBD TBD

 1 1 0 0 16M X 64/72/80 16M X 4 TBD TBD
 0 1 0 0 32M X 64/72/80 16M X 4 TBD TBD

 1 1 0 1 RFU TBD TBD TBD
 0 1 0 1 RFU TBD TBD TBD

 1 1 1 0 RFU TBD TBD TBD
 0 1 1 0 RFU TBD TBD TBD

 0 1 1 1 Expansion .

Note 1 Presence Detect pins PD1––PD8 are buffered and enabled by
PDE. The ”1” outputs are NC and the ”0” outputs are driven low
by on–module drivers when PDE is asserted active low.

Note 2 Buffered DIMMs (PD7=1) with PD8=0 (Byte–Write) shall be capa-
ble of both Word–Write and Byte–Write operations
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Figure 4.5.2–C

200 PIN, 64, 72, or 80 BIT SIMM PRESENCE DETECT & CONFIGURATION TABLES
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Voltage

Interface

RFU

3.3 V

RFU

RFU LVTTL RFU

Figure 4.5.2–D

200 PIN, 8 BYTE SDRAM DIMM MECHANICAL KEY DEFINITION
Pin Name Number Function

A0....A15 16 Address Input (multiplexed)
DQ0....DQ79 80 Data Input/Output (common)
CK0....CK3 4 Clock Input
CKE0....CKE1 2 Clock Enable Input
S0....S3 4 Chip Select Input
RE 1 Row Enable (RAS) Input
CE 1 Column Enable (CAS) Input
W 1 Write Enable Input
DQM 1 Data Mask
DQMB0....DQMB7 8 Byte Data Mask
REGE 1 Buffer/Register Enable
PDE 1 Presence Detect Enable
PD1....PD8 8 Buffered Logic Presence Detect Output
ID1....ID3 3 Identification Output
IN, OUT 2 Unbuffered Physical Detect Input/Output
VDD 9 Primary Positive Power Supply
VDDQ 20 Posivite Power for Input/Output
VREF 2 Reference Power Supply
VSS 33 Ground
VTT 11 Termination Power Supply
RFU 2 Reserved for Future Use

Notes:
1. Pin A14 is shared with S2, and pin A15 is shared with pin S3.
2 Pins DQMB0...DQMB7 are shared with pins defined as NC for X64 and X72 configurations.
3 REGE (Register Enable) operates similarly to the SAB pin on the 74AC11652 ”Octal Bus Transceiver and Register with 3–State Outputs”. 

When it is asserted, active high, the buffer–register operates in Register mode, as opposed to when it is de–asserted, inactive low, the buffer
–register operates in ”real–time” buffer mode.

4. The unbuffered physical detect pins IN and OUT are shorted together on the DIMM.

Figure 4.5.2–E

8 BYTE SDRAM DIMM PIN DEFINITIONS



D0

D1

D2

D3

RE
CE

AO–A16

DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

DQ12
DQ13
DQ14
DQ15

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

W

D8

D9

D10

D11

DQ36
DQ37
DQ38
DQ39

DQ40
DQ41
DQ42
DQ43

DQ44
DQ45
DQ46
DQ47

DQ32
DQ33
DQ34
DQ35

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

D4

D5

D6

DQ20
DQ21
DQ22
DQ23

DQ24
DQ25
DQ26
DQ27

DQ28
DQ29
DQ30
DQ31

DQ16
DQ17
DQ18
DQ19

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

D12

D13

D14

DQ52
DQ53
DQ54
DQ55

DQ56
DQ57
DQ58
DQ59

DQ60
DQ61
DQ62
DQ63

DQ48
DQ49
DQ50
DQ51

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ8
DQ9
DQ10
DQ11

S0

DQMB0––7
DQM
CKE0

R
E

G
IS

T
E

R

D7 D15

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

CK0

FEEDBACK

PLL
CLOCK
BUFFER Notes:

1,  A 10 � � 20% resistor shall be wired in series with all DQn lines near
the card edge conector.
2.  All clock lines from the PLL Clock Buffer shall be of equal length.

NOTE: This Configuration incoprporates WORD and BYTE WriteCK0, NC
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Figure 4.5.2–F

200 PIN, X64 BUFFERED SDRAM DIMM, 1 bank with X4 SDRAMs



S1

W
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D4
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DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

DQ0
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D6
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DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

RE

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

D0

D1

D2

D3

S0

DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

DQ12
DQ13
DQ14
DQ15

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ20
DQ21
DQ22
DQ23

DQ24
DQ25
DQ26
DQ27
DQ28
DQ29
DQ30
DQ31

DQ16
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DQ19

DQ8
DQ9
DQ10
DQ11

DQ36
DQ37
DQ38
DQ39

DQ40
DQ41
DQ42
DQ43
DQ44
DQ45
DQ46
DQ47

DQ32
DQ33
DQ34
DQ35

DQ52
DQ53
DQ54
DQ55

DQ56
DQ57
DQ58
DQ59
DQ60
DQ61
DQ62
DQ63

DQ48
DQ49
DQ50
DQ51

CK0

FEEDBACK

PLL
CLOCK
BUFFER Notes:

1,  A 10 � � 20% resistor shall be wired in series with all DQn lines near
the card edge conector.
2.  All clock lines from the PLL Clock Buffer shall be of equal length.

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
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DQ0
DQ1
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DQ3
DQ4
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DQ7

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

DQ0
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DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
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D9

D10

D11

D12

D13

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

D14

D15

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

CKE1

CKE0

DQMB0–7
DQM

R
E

G
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T
E
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NOTE: This Configuration incoprporates WORD and BYTE WriteCK0, NC
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Figure 4.5.2–G

200 PIN, X64 BUFFERED SDRAM DIMM, 2 BANKS with X8 SDRAMs



RE
CE

AO–A16

W
S0

DQMB0––7
DQM
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R
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G
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E
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D0

D1

D2

D3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

D9

D10

D11

D12

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

D4

D5

D6

D7

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

D13

D14

D15

D16

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

D8
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

D17
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

DQ12
DQ13
DQ14
DQ15

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DQ20
DQ21
DQ22
DQ23

DQ24
DQ25
DQ26
DQ27

DQ28
DQ29
DQ30
DQ31

DQ16
DQ17
DQ18
DQ19

DQ8
DQ9
DQ10
DQ11

DQ32
DQ33
DQ34
DQ35

DQ36
DQ37
DQ38
DQ39

DQ40
DQ41
DQ42
DQ43

DQ44
DQ45
DQ46
DQ47

DQ52
DQ53
DQ54
DQ55

DQ56
DQ57
DQ58
DQ59

DQ60
DQ61
DQ62
DQ63

DQ48
DQ49
DQ50
DQ51

DQ64
DQ65
DQ66
DQ67

DQ68
DQ69
DQ70
DQ71

CK0

FEEDBACK

PLL
CLOCK
BUFFER

NOTE: This Configuration incoprporates WORD Write only.

NOTES: 1,  A 10 � � 20% resistor shall be wired in series with all DQn lines near 
the card edge conector.
2.  All clock lines from the PLL Clock Buffer shall be of equal length.

CK0, NC
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Figure 4.5.2–H

200 PIN, X72 BUFFERED SDRAM DIMM, 1 bank with X4 SDRAMs



S1

W

AO–An

CE

D4

D5

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

D6

D7

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7
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DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

D0
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D3
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DQ4
DQ5
DQ6
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DQ35
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FEEDBACK

PLL
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Notes:
1,  A 10 � � 20% resistor shall be wired in series with all 
    DQn lines near the card edge conector.
2.  All clock lines from the PLL Clock Buffer shall be of
    equal length.
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DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

D15

D16
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DQ3
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DQM
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D8

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

DQ64
DQ65
DQ66
DQ67
DQ68
DQ69
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DQ71

D17

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

NOTE: This Configuration
incoprporates WORD
Write only.

CK0, NC
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Figure 4.5.2–I

200 PIN, X72 BUFFERED SDRAM DIMM, 2 BANKS with X8 SDRAMs
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Notes:

1,  A 10 � � 20% resistor shall be wired in series with all DQn lines near the card edge
conector.
2.  All clock lines from the PLL Clock Buffer shall be of equal length.
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Figure 4.5.2–J

200 PIN, X80 BUFFERED SDRAM DIMM, 1 bank with X4 SDRAMs
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Figure 4.5.2–K

200 PIN, X80 BUFFERED SDRAM DIMM, 2 BANKS with X8 SDRAMs
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Note: All clock trees shall be routed as equal–length ”stars” from CK1, CK2, & CK3 inputs as shown in the diagram above.
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NOTE: This Configuration
incoprporates WORD
Write only.
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Figure 4.5.2–L

200 PIN, X72  UNBUFFERED SDRAM DIMM, 1 bank with X8 DRAMs
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NOTE: This Configuration
incoprporates WORD
Write only.
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Figure 4.5.2–M

200 PIN, X72 UNBUFFERED SDRAM DIMM, 2 banks with X8 DRAMs


